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Leiterplatten sind Teamarbeit.
Unser Team fertigt Ihre Leiterplatten 
komplett in Deutschland: 
von einseitigen Leiterplatten 
bis hin zu komplexen Multilayern, 
zuverlässig und mit Erfahrung.

QR-Code scannen 
und mehr über 
Leiterplatten und 
unsere Technologien 
erfahren.

Ein- & doppelseitige Leiterplatten
Multilayer Leiterplatten
Semiflexible Leiterplatten

Für Industrie, Forschung und 
qualitätskritische Anwendungen.

Um die Anschlüsse einzelner µBGAs oder 
CSPs zu entflechten, führt an HDI- und Micro-
via-Technik kein Weg vorbei. Full-HDI schafft 
die notwendige Design-Freiheit, hat jedoch sei-
nen Preis. In vielen Fällen reicht partielle HDI-
Technik aus: Komplexität, Kosten und Liefer-
zeit lassen sich deutlich reduzieren. Standardi-
sierte, im Pool gefertigte Multilayer-Konstrukti-
onen ermöglichen einen direkten Einstieg ins 
Layout und beschleunigen den gesamten Ent-
wicklungsprozess.

Background:
Immer mehr Designs für industrielle, IoT- und 

energieeffiziente Systeme enthalten Standard-
bauteile in winzigen Gehäuseformen aus mobi-
len Anwendungen: µBGAs, CSPs oder zwei-
reihige QFNs. Die Anforderungen an das Lei-
terplatten-Design steigen – und konventionelle 
Multilayer-Technologie stößt an klare Grenzen.

Innenliegende Pins lassen sich nicht mehr 
zuverlässig ausrouten, Via-Stubs verschlech-
tern das Signalverhalten in High-Speed-Anwen-
dungen und thermisch belastete Pads erfor-
dern eine direkte Anbindung an Referenzlagen.

Um diese Strukturen zu entflechten, führt an 
HDI- und Microvia-Technik kein Weg vorbei.

In der Praxis wird häufig direkt auf einen beid-
seitigen HDI-Aufbau oder Full-HDI gesetzt. Für 
einzelne Bauteile ist das möglicherweise über-
dimensioniert mit entsprechend höheren Ferti-
gungsaufwand und -kosten. Ein vollständiger 
HDI-Aufbau schafft maximale Design-Freiheit, 
ist für Prototypen und Kleinserien jedoch oft 
nicht die wirtschaftlichste Lösung.

Partielle HDI-Technik setzt hier an. Microvia-
Strukturen werden nur dort eingesetzt, wo man 

sie braucht: auf einer Seite des Multilayers. Fach-
leute sprechen auch von einem halben HDI. Der 
restliche Aufbau bleibt in bewährter Multilayer-
Technologie. Die notwendige Routing-Dichte für 
Fine-Pitch-Bauteile entsteht, ohne das Design 
unnötig zu verkomplizieren.

Der eigentliche Fortschritt
liegt nicht allein in der Technologie, sondern 

in ihrer Standardisierung und direkten Nutzbar-
keit im Design-Prozess. Im HDI-Pool stehen 
dafür vordefinierte 6- und 8-Lagen-Multilayer 
zur Verfügung, bei denen die Microvia-Techno-
logie gezielt auf einer Leiterplattenseite einge-
setzt wird. Verwendet werden staggered (ver-
setzt angeordnete) Microvias mit 100 µm Durch-
messer: Laserbohrungen zwischen den Lagen 
L1 und L2 sowie mechanische Bohrungen zwi-
schen L2 und L3.

Die Microvias zwischen L1 und L2 sind kupfer-
gefüllt und als Via-in-Pad nutzbar. Die planare 
Kupferfüllung reduziert das Risiko von Voids in 
den Lötstellen deutlich. Im Vergleich zu einem 
Full-HDI-Aufbau bleibt die halbe, einseitige HDI- 
Konstruktion einfacher und damit schneller sowie 
kostengünstiger zu fertigen.

Der vordefinierte Lagenaufbau ermöglicht 
den direkten Einstieg ins Layout ohne aufwen-
dige Abstimmung mit dem Leiterplattenfertiger 
und gewährleistet gleichzeitig fertigungssichere 
Randbedingungen.
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Rund um die Leiterplatte

Partielles HDI beschleunigt das Layout
Wie standardisierte HDI-Aufbauten komplexe Layouts vereinfachen, Kosten senken und Entwicklungszeiten 
verkürzen, ohne den Aufwand eines kompletten HDI-Designs betreiben zu müssen, lesen Sie hier.

Beispiel für den HDI-Pool: Sechslagiges-Testboard, vorerstellt von Ciboard electronic mit 
typischen Bauteilen im Eurocircuits Visualizer 

Schliffbild des Multilayers im HDI pool mit zwei Microvia-Lagen auf einer Leiterplattenseite: 
Die Microvias zwischen L1 -L2 sind gelasert und mit Kupfer verfüllt, die Microvias zwischen 
L2-L3 sind mechanisch gebohrt
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Der Nutzen im Layout
zeigt sich in typischen Anwendungen: Beim 

Routing eines µBGA mit 0,5 mm Pitch lassen 
sich Signale effizient über die Lagen L1 und L3 
führen, während L2 als stabile Referenzlage 
dient. Die Masseanbindung erfolgt über Micro-
vias zwischen L1 und L2. Das Ergebnis ein kom-
paktes, EMV-günstiges Layouts ohne vollstän-
digen HDI-Aufbau.

Auch im High-Speed-Design bietet partielle 
HDI-Technik Vorteile. Differenzielle Leiterpaare 
lassen sich stubfrei führen, indem gestaffelte 
Microvias gezielt eingesetzt werden. Reflexi-
onen werden reduziert und Impedanzen definiert; 

eine wesentliche Voraussetzung für zuverläs-
sige Datenübertragung bei hohen Frequenzen.

Eine weitere Anwendung
sind thermisch anspruchsvolle Bauteile wie 

QFNs. Kupfergefüllte Microvias ermöglichen 
eine direkte Anbindung von Thermal Pads an 
innere Kupferlagen. Plan verfüllte Vias verhin-
dern typische Lötprobleme wie Voids oder Löt-
zinnabfluss und verbessern gleichzeitig die Wär-
meableitung.

In Kombination mit standardisierten, im Poo-
ling fertigbaren Aufbauten entsteht ein durchgän-
giger Ansatz für Prototypen und kleine Serien. 

Entwickler starten direkt mit einem validierten 
Lagenaufbau, setzen ihre Layouts im CAD um 
und prüfen diese automatisiert auf Fertigbarkeit. 
Rückmeldungen zu Design-Regeln, Kosten und 
Lieferzeit stehen unmittelbar zur Verfügung. So 
entsteht ein effizienter Entwicklungsprozess mit 
weniger Iterationen und hoher Planungssicherheit.

In der Praxis zeigt sich: Bereits wenige kri-
tische Bauteile im Design erfordern den Ein-
satz von HDI-Technik, jedoch nicht zwangsläu-
fig einen vollständigen HDI-Aufbau. Entschei-
dend ist nicht die maximale Technologie, son-
dern ihr gezielter Einsatz standardisiert, praxis-
nah und wirtschaftlich umsetzbar.  ◄

Rund um die Leiterplatte

Partielles HDI und Pooling-
Fertigung: die wichtigsten 
Vorteile
•	 hohe Routing-Dichte für Fine-Pitch-

Bauteile (bis 0,4 mm Pitch)
•	 reduzierte Designkomplexität 

gegenüber Full HDI
•	 kürzere Lieferzeiten durch 

standardisierte Aufbauten
•	 kosteneffiziente Umsetzung für 

Prototypen und Kleinserien
•	 verbesserte Signalintegrität durch 

stubfreies Routing
•	 zuverlässige thermische Anbindung 

mit Via-in-Pad
•	 reproduzierbare Ergebnisse durch 

vordefinierten Lagenaufbau
Somit mehr Möglichkeiten im Design 
ohne unnötige Komplexität.

Wann ist partielles HDI  
die richtige Wahl?

•	 Einzelne µBGAs, CSPs oder QFNs 
lassen sich nicht mehr sauber 
ausrouten.

•	 Full-HDI wird diskutiert, erscheint aber 
überdimensioniert.

•	 nur lokal erhöhte Routing-Dichte im 
Layout erforderlich

•	 High-Speed-Signale verlangen 
kontrollierte Impedanzen.

•	 Thermal Pads müssen direkt und 
zuverlässig angebunden werden.

•	 Projekt erfordert kurze Iterationen und 
schnelle Verfügbarkeit.

Faustregel: So viel HDI wie nötig.Vordefinierter 8-Lagen-Multilayer-Aufbau mit zwei Microvia-Lagen auf einer Leiterplattenseite 
(partielles HDi)

Die Vorlage für Altium-Design-Regeln (.RUL file) und der Lagenaufbau (.stackupx file) für das 
Leiterplatten-Design stehen im Eurocircuits-Kundenkonto zum Download bereit.


